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2023年３月期 連結業績
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代表取締役社⾧ 岩井田 克郎



エグゼクティブ サマリー

■売上高 45,281百万円 （前期比 20.6％増）
■営業利益 2,349百万円 （前期比 10.7％増）

☞ 計画を上回り、3期連続の増収増益
⇒ 年度後半は減少が見られたが、半導体需要の高まりを背景に、半導体メーカーの

設備投資が継続したことが主な要因

☞ 上場来最高決算を更新

2023.3期
業績

トピックス

2024.3期
業績予想

■内外エレクトロニクス 江刺事業所の新設工事の完了
⇒ 新設工事完了（2023年3月）
⇒ 半導体市場の需要拡大に向けた生産キャパシティの拡大

■内外テック 江刺開発センター開設（上記江刺事業所内）
⇒ 2023年4月稼働
⇒ 高真空/制御技術に対応する開発力強化のため
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■売上高 40,100百万円 （前期比 11.4％減）
■営業利益 1,290百万円 （前期比 45.1％減）

☞ スマートフォンやパソコン等の需要減少を背景にメモリーを中心とした在庫調整や
対中輸出規制の影響等による一時的な半導体需要が減少

☞ 投資による固定費や開発力強化のための先行費用増加から、営業利益も減少



2023年3月期 決算概要
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▐3期連続の増収増益で、上場来最高決算を更新
(百万円、％）

2023.3期2022.3期

予想
（5月13日公表）

構成比前期比実 績構成比前期比実 績

44,000100.020.645,281100.040.537,551売上高

-88.621.440,12188.040.233,039売上原価

-6.217.62,8096.412.42,390販管費

2,3605.210.72,3495.72.0倍2,121営業利益

2,3305.210.82,3365.62.0倍2,107経常利益

1,5803.66.31,6384.12.1倍1,541
親会社株主に帰属する

当期純利益

売上高は、高速通信規格（5G）の普及やデータ通信量の増加によるデータセンター投資や車載向けをはじめとする
幅広い用途での半導体需要の高まりを背景に、ロジックやメモリー、パワー半導体などの積極的な設備投資が継続し
大幅な増収。

増収ながら、仕入コストやエネルギー価格の高騰等により、増益率は増収率を下回る。



売上高・営業利益（四半期ベース）の推移
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▐3Q以降は、メモリーの需要バランス調整等から売上高は減少
▐営業利益も前年同期以下の水準に

2023.3期2022.3期2021.3期2020.3期2019.3期

45,28137,55126,73423,82525,963売上高

2,3492,1211,049547632営業利益

5.2%5.7%3.9%2.3%2.4%営業利益率
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2023.3期2022.3期2021.3期2020.3期2019.3期

11.4%12.0%11.9%11.1%10.9%売上総利益率

6.2%6.4%8.0%8.8%8.4%販管費率

2,8092,3902,1262,0902,184販管費（百万円）

売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移
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▐売上総利益率は2Qまでは前期を上回るが、3Q以降は前期を下回る
▐販管費率は2Qまでは前期を下回るが、3Q以降は前期を上回る

売上総利益率
部材確保及び前期の増員人

員の習熟度が向上し生産性
が改善

 3Qは売上減少により、受託製
造事業に係る労務費を中心と
した固定費率が増加したことに
より低下

 4Qは仕入先からの販売報奨
金により改善

販管費・販管費率
販管費は、取扱量の増加に伴

い人件費・物流費を中心に増
加。

販管費は増加するも増収効
果により販管費率は低下傾向。
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セグメント利益 1,951百万円

(前期比 21.7% ）

 4Qの特別要因を除き、売上増
加による安定した収益を確保。

仕入先からの販売報奨金が
4Qに寄与。

セグメント売上高 41,388百万円

（前期比 21.9％ ）

 5Gの普及やデータセンター向け、
また自動運転など半導体需要
の活況を受けて、増減はあるも
のの安定した売上が継続。

セグメント情報:販売事業
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▐上場来最高の売上高を更新

（注）セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

2023.3期2022.3期2021.3期2020.3期2019.3期

41,38833,95023,86721,32623,357セグメント売上高

1,9511,602634324433セグメント利益

4.7%4.7%2.7%1.5%1.9%セグメント利益率
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2023.3期2022.3期2021.3期2020.3期2019.3期

7,4606,4835,0564,2764,869セグメント売上高

361473379190160セグメント利益

4.8%7.3%7.5%4.4%3.3%セグメント利益率

セグメント情報:受託製造事業
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▐3Q以降、売上・利益ともに低下

セグメント利益 361百万円

（前期比 ▲23.7% ）

上期は、前期の増員人員の習
熟度の向上により生産性が改善
し利益に寄与。

下期は、売上減少に対し、回復
立ち上がりを踏まえた労務費の
維持から利益が減少

 4Qは、退職給付会計の債務計
算の変更により、155百万円の
利益減少要因に。

セグメント売上高 7,460百万円

（前期比 15.1％ ）

半導体主要メーカーの投資拡
大を受けて主要顧客の増産が
続き、前期実施の製造増員に
より生産量が増加し、上期売上
増加に寄与。

下期は調整局面により減産に。
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（注）セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。



セグメント情報:受託製造事業のサブ・ポートフォリオ
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 マニュファクチャリング・ソリューション

2023.3期2022.3期2021.3期

4,7464,0863,264セグメント売上高

280310208セグメント利益

5.9%7.6%6.4%セグメント利益率
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（百万円）

 フィールド・ソリューション

2023.3期2022.3期2021.3期

2,6602,3601,701セグメント売上高
115199172セグメント利益

4.4%8.4%10.1%セグメント利益率
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（百万円）

 テクニカル・ソリューション
2023.3期2022.3期2021.3期

4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q
20217312957562057売上高四半期

ベース ▲3▲6▲10▲14▲5▲9▲11▲11▲7▲9▲521利益
523690売上高通期 ▲35▲36▲1利益

（百万円）

【事業内容】
顧客からの受託組立

【当期の概況】
上期は半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主

要顧客の増産が続き受注が増加するも、下期は調整
局面により減産に。

 コスト面では、上期は前期増員を行った製造員の習熟
度向上及び部材確保による生産性が改善が寄与した
ものの、下期は売上減少による労務費等の固定費負
担増が利益を圧迫。

【事業内容】
保守・メンテナンスサービス

【当期の概況】
前期増員や保守エリア拡大による生産量増加が売上

に貢献。また、半導体主要メーカーの投資拡大を受け
て、装置立上受注の増加により増収。

新規受注に向けての人員増や教育等の先行費用が
増加し利益率は低下。

【事業内容と目的】
自社製品開発・技術開発

【当期の概況】
技術研修等、製品開発に必要な技術の習得への投

資を継続中。中⾧期的な成⾧戦略の中核へ。
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貸借対照表
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 資産  負債・純資産

3,229 3,454 3,849 
6,462 882 804 

1,955 

3,047 
5,940 5,207 

7,353 

7,766 
4,820 

9,512 

10,436 

10,931 
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現金・預金

売上債権

棚卸資産

その他流動資産

有形固定資産

その他固定資産

（百万円）

売上増及び借入により現預金は、4億95百万円増加。
部材確保のための先行仕入により、棚卸資産は13億

4百万円の増加。
江刺事業所新設により建物及び構築物が25億3百万

円増加し、有形固定資産は64億62百万円に。

売上増及び部材確保のための先行仕入により、買入債務が
5億77百万円増加。

有利子負債は、運転資金の他、江刺事業所建設に係る設
備投資の借入により23億41百万円増加。

純資産は利益の積み上げにより増加するも、売上増加に伴
う買入債務の増加、設備投資に伴う有利子負債の増加等
により自己資本比率は低下。

35.8%

39.5%
37.6%

35.7%

自己資本比率



2,907

2,345

1,028

▲ 431 ▲ 321

▲ 2,458

2,214

▲ 1,094

1,903

2,476
2,024

▲ 1,430

営業CF

投資CF

財務CF

FCF

2023.3期2022.3期2021.3期

10,4149,9389,007現金・現金同等物期末残高
（百万円）

キャッシュフロー計算書

▐江刺事業所新設工事の支出によるフリーキャッシュフローのマイナスを
▐財務キャッシュフローでカバー
▐現金及び現金同等物残高は、4億76百万円増加し104億円に
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主に棚卸資産の増加により、営業キャッシュフローは10億28百万円に減少
将来の成⾧に向けた江刺事業所の設備投資の実施により、投資キャッシュフローは▲24億58百万円
運転資金のほか設備投資の借入を行ったことで、財務キャッシュフローは19億3百万円に拡大
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減価償却費

（百万円）

設備投資と減価償却費

▐今後10年の開発力強化のため、市場動向を踏まえ、
▐半導体製造装置に係る開発に対する追加設備を実施
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主要設備投資の目的

1. 販売事業の倉庫・物流体制強化
2. 受託製造事業の生産能力拡大
3. 仕入先メーカーとの協業による開発体制の強化

 22.3期
・内外テック 宮城物流センター

グループ物流の統合 １.4億円
・内外エレクトロニクス 仙台事業所

クリーンルーム改築 3.2億円

 23.3期
・内外エレクトロニクス 江刺事業所 26.6億円

工場新設
・内外テック

内外エレクトロニクス江刺事業所内に
自社開発のための開発センターを新設

☞ 当社グループの生産能力は大きく向上。
開発力は直ぐに収益に結びつかないが、
今後10年の中で大きな成果を見込む。

受託製造事業の強化 物流センターの整備
高真空/制御技術の開発力強化

受託製造事業の強化

1,204百万円
増加



2024年3月期 連結業績予想
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半導体の市場動向

▐半導体需要は中⾧期的に拡大傾向
▐今後の成⾧を支える真空／制御技術に対応する技術開発力を構築

13
（世界半導体市場統計(WSTS)、International Business Strategiesの資料をもとに当社にて作成）

日本における中期の環境変化
 JASM（熊本県）24年稼働予定
 ラピダス（北海道千歳市）北海道新工場建設
 日本政府の半導体・デジタル産業戦略による助成金
 データセンター集積地等立地促進基盤の整備
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5,801億ドル
（2022年予想）

>1.35兆ドル
（2030年予想）

自動運転
AI・ChatGTP
無人工場など



半導体製造装置の市場動向

▐半導体製造装置を取り巻く環境は一時的な減速懸念もあるが、
▐中期的な拡大傾向は続く
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半導体・ＦＰＤ装置 日本製装置販売高予想

半導体製造装置 ＦＰＤ製造装置
（億円）

(SEAJ 2023年1月12日発表資料をもとに作成） 予想
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 中⾧期的には、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）やグリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）
需要は不変

 各国の半導体投資への支援体制も含め、従来のパソコンやスマートフォンに加え、５Ｇ、ＩｏＴ、ＡＩ、
データセンター、自動車のＥＶ化や自動運転等が引き続き半導体製造装置の需要拡大を牽引



2024年3月期 業績予想

▐下期からの回復を見込むも、メモリーを中心とした一時的な半導体需要の
▐減少を受けて設備投資の先送り等にから減収を予想。
▐エネルギー費用のほか投資や人員・教育等先行費用の固定費増により
▐減益予想。
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(百万円、％）

2024.3期2023.3期

中計比中 計構成比前期比予 想構成比前期比実 績 前年
同期比2Q累計

△3.441,500△19.518,700100.0△11.440,100100.020.645,281売上高

△51.42,655△89.51453.2△45.11,2905.210.72,349営業利益

ーー△90.51303.1△46.11,2605.210.82,336経常利益

ーー△93.2622.1△48.78403.66.31,638
親会社株主に帰属する

当期純利益

ーーーーーーーー5倍2,876設備投資額

ーーーーー6.9283ー15.4265減価償却費

※ 2024年3月期の各段階利益には、2023年3月期に計上しました仕入先からの販売報奨金を一定の範囲で見積もっております。
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634 

1,602 

1,951 

1,239 

1,588 

20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 (24.3期）

セグメント売上高
セグメント売上高（中計）

セグメント利益
セグメント利益（中計）

（百万円）

セグメント予想

 販売事業

 受託製造事業
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（注）セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。

セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

セグメント売上高
一時的な半導体需要減少を受けて設備投資

の先送り等により減収予想

セグメント利益
売上高の減少のほか、今後の売上増加を踏ま

えた物流改革費用（約50百万円）、10年
後を踏まえた江刺開発センター稼働に伴う技術
者の増員等の研究開発費用（約400百万
円）の増加により減益を予想

セグメント売上高
主要顧客からの受注減少により減収予想

セグメント利益
売上高減少に加え、今後の回復に備えた工場

人員の維持費用、江刺事業所取得に伴う不
動産取得税を含む租税公課等の一時的費用、
減価償却費や電力費の増加が利益を圧迫し、
赤字となる見込み



3,264 
4,086 

4,746 

3,295 

4,870 

208 
310 280 

▲89

558 

21.3期 22.3期 23.3期 （24.3期）

セグメント売上高
セグメント売上高（中計）
セグメント利益
セグメント利益（中計）

（百万円）

セグメント予想:受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

 マニュファクチャリング・ソリューション

 フィールド・ソリューション

17

1,701 

2,360 
2,660 

2,105 

2,820 

172 199 
115 

32 

387 

21.3期 22.3期 23.3期 （24.3期）

セグメント売上高
セグメント売上高（中計）
セグメント利益
セグメント利益（中計）

（百万円）

 テクニカル・ソリューション

（24.3期）23.3期
実績

22.3期
実績

21.3期
実績 中計計画

310111523690セグメント売上高

62▲8▲35▲36▲1セグメント利益

セグメント売上高
半導体市場の調整局面により、顧客からの受

注減少により減収予想

セグメント利益
売上減少、電気料金等の電力費や物流費高

騰による原価、次の立ち上げに向けた人員確
保等による固定費増により減益予想

セグメント売上高
半導体市場の調整局面により、半導体メー

カーの減産による保守メンテの減少や新規設備
投資の先送り等による立上作業の減少により
減収予想

セグメント利益
売上減少のため変動費の低減を図るも、新規

顧客獲得に向けた人員確保や教育等の先行
費用の増加により減益予想

今後の成⾧を見据えた製品の受注と製造技
術やスキルの向上に注力



配当政策について

（注）配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→１株を考慮して過去遡及した数値を記載。

▐連結配当性向25%程度を基準
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20.0
35.0 35.0 29.0

62.0

111.0 118.0

61.0

7.8%

11.1%

25.0% 25.4% 25.1%
25.1% 25.1% 25.4%

17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 （24.3期)

配当金

配当性向

（円）



24.3期

マテリアリティ カテゴリー サステナビリティ目標 サステナビリティKPI 単位 目標 実績 目標比 評価 目標

サプライチェーンの最適化 物流コストの削減率（21/3期比） ％ -10 -14.1 -4.1 ○ -15

顧客情報の情報セキュリティ 情報セキュリティに関するクレーム件数 件 0 0 0 ○ 0

製造部門の効率化 製品品質クレーム数の削減（前年対比） ％ -10 -2.3 7.7 ▲ -10

高真空分野の製品量産 量産移行件数（21/3期比） 件 10 9 -1 ▲ 15

中古機部門の技術革新 修理リードタイムの低減（21/3期比） ％ -10 -12 -2 ○ -10

リペア部門の一元管理化 保守管理リードタイムの低減（21/3期比） ％ -5 -3 2 ▲ -5

製品開発力 R&D機能 高真空分野の製品開発 製品開発数 件 0 0 0 ○ 1

環境コンプライアンス
環境マネジメント（ISO14001）の維持
審査合格

認証 認証 認証 0 ○ 認証

有害物質管理 有害物質含有調査率（回答率） ％ 100 100 0 ○ 100

CO2 排出量削減効果 CO2 排出量削減 ％ ― 44.6 ― ― ―

労働安全衛生 重大事故（休業災害）発生件数 件 0 0 0 ○ 0

中核人材における多様性 女性管理者比率（グループ） ％ 6 6.8 0.8 ○ 7

教育機会の付与 一人あたりの研修時間 時間 20 19.6 -0.4 ▲ 20

コンプライアンス・腐敗防止 重大なコンプライアンス違反（訴訟）件数 件 0 0 0 ○ 0

責任ある鉱物調達 紛争鉱物調査率（回答率） ％ 100 100 0 ○ 100

DXの推進・情報管理 デジタル化による業務効率向上（21/3期比） ％ 20 20 0 ○ 30

責任ある情報管理体制 機密情報の流出件数 件 0 0 0 ○ 0
継続的成⾧を実現する財務基盤
の強化

自己資本比率 ％ 38.6 35.7 -2.9 ▲ 40.9

23.3期

経営基盤 経営管理

顧客対応力 商社機能

生産性向上 製造機能

保守・メンテナンス
保守・メンテナンス

機能

サステナビリティ目標の進捗状況

19※ ○＝ 達成 ▲= 未達成

▐23.3期のKPIは70.6%（12/17項目）の達成
▐教育機会の付与等を中心とした人的資本に今後も注力



今後の成⾧戦略

▐高真空／制御技術に対応する
▐ 1. 開発力強化

▐ 2. 今後更なる需要増加が見込まれる
▐ 半導体製造装置の増産対応

20土地面積:8,666㎡ 延床面積:6,898㎡ クリーンルーム:1,089㎡

 内外エレクトロニクス株式会社 江刺事業所 新設 2022年12月稼働
 内外テック株式会社 江刺開発センター 新設 2023年 3月竣工

江刺事業所 クリーンルーム

新しい事業領域へ積極的にチャレンジし、
顧客視点で技術的な提案をし問題解決を
することで、持続的な成⾧につなげていく 事業領域の拡大

新しい付加価値提供

基礎事業の強化

 お客様近隣立地の工場
 開発力・設計力の提供

切れ目のない
持続的成⾧



（参考資料）
会社概要
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会社概要
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内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC)

福島事業所・
東北ＳＣ

四日市ＳＣ

奥州事業所

仙台事業所

江刺事業所

広島ＳＣ

⾧崎ＳＣ

熊本ＳＣ

東京都世田谷区三軒茶屋所在地

1961年6月設立

半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が
２本柱事業内容

連結 690名（2023年3月末）従業員数

内外エレクトロニクス 株式会社
納宜伽機材（上海）商貿有限公司連結子会社



当社グループの主力ビジネス

23

▐半導体製造工程概要

内外テック
技術提案商社

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

洗浄
研磨
塗布・露光
ステッパー

スパッタ
CVD
エッチング
CMP etc.

ダイシング
ボンディング
モールド

etc.

前 工 程 後 工 程

検査工程組立工程検査工程バックエンドフロントエンド原材料 半導体

中⾧期的には、5G対応のスマートフォンや基地局や自動車の自動運転向けなど
半導体の需要増を背景に、前工程の設備投資は拡大が見込まれる。

＋

装置 テスタープローバー

モノづくりができるメーカー商社=



当社の仕入先・販売先

34.4%

21.5%

19.0%

25.1%

【販売先】
東京エレクトロン様グループで７割強

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ様

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州様

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城様

半導体・液晶・電子部品各社様

半導体・液晶・電子
部品ﾒｰｶｰ

23.3期
40.5%

59.5%

【仕入先】

空気圧機器ﾒｰｶｰ

その他ﾒｰｶｰ

23.3期

■ 仕入先メーカー数 約1500社 年間取扱いアイテム 約54,000件

■ 得意先数 約 940社

■ 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造

内外テック 仕入先・販売先

半導体 液晶等前工程
製造装置ﾒｰｶ-

24
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・ 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を
目的としたものではありません。

・ 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で
入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束する
ものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。

・ 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

本日はありがとうございました。




